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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成26年12月18日(2014.12.18)

【公開番号】特開2013-182857(P2013-182857A)
【公開日】平成25年9月12日(2013.9.12)
【年通号数】公開・登録公報2013-050
【出願番号】特願2012-47837(P2012-47837)
【国際特許分類】
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ  19/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/00     (2010.01)
   Ｆ２１Ｙ 101/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２１Ｓ   2/00    ２１６　
   Ｆ２１Ｖ  19/00    １５０　
   Ｆ２１Ｖ  19/00    １７０　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｌ
   Ｆ２１Ｙ 101:02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月30日(2014.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源となるＬＥＤを実装した回路基板を備える電球型の照明装置において、
　前記複数のＬＥＤのうち前記回路基板の中央部に実装する前記ＬＥＤがベアチップのＬ
ＥＤダイであるか、又は表面実装型ＬＥＤ装置であり、
　前記回路基板周辺部に実装する前記ＬＥＤが側面発光型ＬＥＤ装置であり、
　前記回路基板が前記側面発光型ＬＥＤ装置の実装部に切り欠き部がある
ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記側面発光型ＬＥＤ装置が、前記回路基板に対し垂直なサブマウント基板と、底面、
上面及び側面を囲む枠状の反射樹脂と、前記サブマウント基板に実装されたＬＥＤダイと
、該ＬＥＤダイを被覆する被覆樹脂とを備えていることを特徴とする請求項１に記載の照
明装置。
【請求項３】
　前記側面発光型ＬＥＤ装置は、前記回路基板に対し垂直なサブマウント基板と、上面及
び側面を覆い底面が開いた反射樹脂と、前記サブマウント基板に実装されたＬＥＤダイと
、該ＬＥＤダイを被覆する被覆樹脂とを備えていることを特徴とする請求項１に記載の照
明装置。
【請求項４】
　前記被覆樹脂が蛍光体を含有していることを特徴とする請求項２又は３に記載の照明装
置。
【請求項５】
　前記側面発光型ＬＥＤ装置に含まれるＬＥＤダイが、上面及び側面にそれぞれ上面反射
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層及び側面蛍光部材を備え、底面に接続用電極が付着し、該接続用電極が前記回路基板の
配線電極と接続していることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　光源となるＬＥＤを実装した回路基板を備える電球型の照明装置において、
　前記複数のＬＥＤのうち前記回路基板の中央部に実装する前記ＬＥＤがベアチップのＬ
ＥＤダイであるか、又は表面実装型ＬＥＤ装置であり、
　前記回路基板周辺部に実装する前記ＬＥＤが側面発光型ＬＥＤ装置であり、
　前記回路基板が前記側面発光型ＬＥＤ装置の実装部に切り欠き部がある
ことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　前記側面発光型ＬＥＤ装置が、前記回路基板に対し垂直なサブマウント基板と、底面、
上面及び側面を囲む枠状の反射樹脂と、前記サブマウント基板に実装されたＬＥＤダイと
、該ＬＥＤダイを被覆する被覆樹脂とを備えていても良い。
　
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記側面発光型ＬＥＤ装置は、前記回路基板に対し垂直なサブマウント基板と、上面及
び側面を覆い底面が開いた反射樹脂と、前記サブマウント基板に実装されたＬＥＤダイと
、該ＬＥＤダイを被覆する被覆樹脂とを備えていても良い。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
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